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프로브 카드 어셈블리는 탑재 어셈블리에 부착된 다중 프로브 기판을 포함한다. 각각의 프로브 기판은 프로브 세

트를 포함하고, 각 프로브 기판상의 프로브 세트들은 테스트 대상 장치와 접촉하는 프로브 어레이를 함께 구성한

다. 조정 기구는 각 기판을 탑재 어셈블리에 대하여 개별적으로 이동시키도록 각 프로브 기판에 힘을 인가하도록

구성된다. 조정 기구는 각 프로브 기판을 "x" 방향, "y" 방향 및/또는 "z" 방향으로 병진시킬 수 있고, 또한 하

나 이상의 상기 방향을 중심으로 각 프로브 기판을 회전시킬 수 있다. 조정 기구는 하나 이상의 프로브 기판의

형상을 또한 변경시킬 수 있다. 그에 따라서, 프로브들은 테스트 대상 장치상의 접점들에 대하여 정렬 및/또는

평탄화될 수 있다.
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특허청구의 범위

청구항 1 

테스트 대상 장치와 접촉하는 프로브 카드 어셈블리에 있어서,

탑재 구조체와;

상기 테스트 대상 장치와 접촉하도록 배치된 프로브 세트를 포함하는 프로브 기판과;

상기 탑재 구조체와 관련하여 실질적으로 평행하게 상기 프로브 기판을 이동시키기 위한 제1 이동 수단

을 포함하는 프로브 카드 어셈블리.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 테스트 대상 장치와 접촉하도록 배치된 추가의 프로브 세트를 각각 포함하는 복수의 프로

브 기판을 더 포함하고, 상기 제1 이동 수단은 하나 이상의 상기 프로브 기판을 상기 탑재 구조체와 관련하여

실질적으로 평행하게 이동시킬 수 있는 것인, 프로브 카드 어셈블리.

청구항 3 

제2항에 있어서, 적어도 2개의 상기 프로브 기판을 상기 탑재 구조체와 관련하여 실질적으로 수직으로 이동시키

기 위한 제2 이동 수단을 더 포함하는 프로브 카드 어셈블리.

청구항 4 

제3항에 있어서, 상기 프로브 기판을 상기 탑재 구조체와 관련하여 실질적으로 수직으로 이동시키는 것은 상기

탑재 구조체에 실질적으로 평행한 축을 중심으로 상기 프로브 기판을 회전시키는 것인 프로브 카드 어셈블리.

청구항 5 

제3항에 있어서, 상기 제1 이동 수단과 제2 이동 수단은 상기 적어도 2개의 프로브 기판을 6개의 운동 각도로

이동시킬 수 있는 것인 프로브 카드 어셈블리.

청구항 6 

제5항에 있어서, 상기 6개의 운동 각도는 3개의 병진 각도와 3개의 회전 각도를 포함하는 것인, 프로브 카드 어

셈블리.

청구항 7 

제3항에 있어서, 상기 제2 이동 수단은 상기 적어도 2개의 프로브 기판의 형상도 역시 변경할 수 있는 것인, 프

로브 카드 어셈블리.

청구항 8 

제7항에 있어서, 상기 형상은 상기 프로브 세트 중의 하나가 부착된 상기 적어도 2개의 프로브 기판 각각의 표

면 형상인 것인, 프로브 카드 어셈블리.

청구항 9 

제3항에 있어서, 상기 제2 이동 수단은 상기 탑재 구조체로부터 연장하는 복수의 조정가능 샤프트를 포함하고,

상기 샤프트를 조정함으로써 상기 프로브 기판을 이동시키는 것인 프로브 카드 어셈블리.

청구항 10 

제9항에 있어서, 상기 샤프트는 상기 탑재 구조체와 실질적으로 평행인 방향으로 휘어질 수 있는 것인 프로브

카드 어셈블리.

청구항 11 
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제3항에 있어서, 상기 탑재 구조체는 반도체 웨이퍼를 프로브하기 위한 장치에 부착되도록 구성되고;

상기 제1 이동 수단과 상기 제2 이동 수단은 상기 프로브 세트를 상기 반도체 웨이퍼에 정렬시키도록 상기 프로

브 기판을 이동시킬 수 있는 것인, 프로브 카드 어셈블리.

청구항 12 

제2항에 있어서, 각각의 상기 프로브 기판을 다른 프로브 기판들로부터 멀어지게 바이어싱하는 수단을 더 포함

하는 프로브 카드 어셈블리.

청구항 13 

제2항에 있어서, 상기 제1 이동 수단은 상기 탑재 구조체로부터 연장하는 조정가능 샤프트를 포함하고, 상기 샤

프트를 조정함으로써 인접 프로브 기판들을 분리시키는 것인 프로브 카드 어셈블리.

청구항 14 

제1항에 있어서, 상기 제1 이동 수단은 가동 캠을 포함하고, 상기 캠을 이동시킴으로써 상기 프로브 기판을 이

동시키는 것인 프로브 카드 어셈블리.

청구항 15 

제1항에 있어서, 상기 제1 이동 수단은 조정가능한 세트 스크류를 포함하고, 상기 세트 스크류를 조정함으로써

상기 프로브 기판을 이동시키는 것인 프로브 카드 어셈블리.

청구항 16 

제1항에 있어서, 상기 프로브 기판을 상기 탑재 구조체와 관련하여 실질적으로 평행하게 이동시키는 것은 상기

탑재 구조체에 실질적으로 수직한 축을 중심으로 상기 프로브 기판을 회전시키는 것인 프로브 카드 어셈블리.

청구항 17 

프로브 카드 어셈블리의 제조 방법에 있어서,

테스트 대상 장치와 접촉하도록 배치된 프로브 세트를 각각 포함하는 복수의 프로브 기판을 탑재 구조체에 부착

하는 단계와;

상기 프로브 기판을 상기 탑재 구조체에 부착한 후에, 적어도 하나의 상기 프로브 기판을 상기 탑재 구조체와

관련하여 실질적으로 평행하게 이동시키는 단계를 포함하는 프로브 카드 어셈블리 제조 방법.

청구항 18 

제17항에 있어서, 적어도 하나의 상기 프로브 기판을 상기 탑재 구조체와 관련하여 실질적으로 수직으로 이동시

키는 단계를 더 포함하는 프로브 카드 어셈블리 제조 방법.

청구항 19 

제18항에 있어서, 상기 제2 이동 단계는 상기 탑재 구조체에 실질적으로 평행인 축을 중심으로 상기 적어도 하

나의 상기 프로브 기판을 회전시키는 것인 프로브 카드 어셈블리 제조 방법.

청구항 20 

제19항에 있어서, 상기 탑재 구조체를 반도체 웨이퍼를 프로브하기 위한 장치에 부착하는 단계를 더 포함하고;

상기 제1 이동 단계와 상기 제2 이동 단계는 상기 프로브 세트를 상기 반도체 웨이퍼와 정렬시키는 것인 프로브

카드 어셈블리 제조 방법.

청구항 21 

제17항에 있어서, 적어도 2개의 상기 프로브 기판의 형상을 변경시키는 단계를 더 포함하는 프로브 카드 어셈블

리 제조 방법.
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청구항 22 

제21항에 있어서, 상기 형상은 상기 프로브 세트가 부착되는 표면의 형상인 프로브 카드 어셈블리 제조 방법.

청구항 23 

제17항에 있어서, 상기 부착 단계는 각각의 상기 프로브 기판을 다른 프로브 기판으로부터 멀어지게 바이어싱하

는 단계를 포함하는 것인 프로브 카드 어셈블리 제조 방법.

청구항 24 

제17항에 있어서, 상기 제1 이동 단계는 상기 탑재 기판으로부터 연장된 샤프트를 조정하여 인접 프로브 기판들

의 분리를 실행하는 단계를 포함하는 것인 프로브 카드 어셈블리 제조 방법.

청구항 25 

제17항에 있어서, 상기 제1 이동 단계는 상기 프로브 기판들 중 하나의 이동에 영향을 주는 캠을 이동시키는 단

계를 포함하는 것인 프로브 카드 어셈블리 제조 방법.

청구항 26 

제17항에 있어서, 상기 제1 이동 단계는 상기 프로브 기판의 이동에 영향을 주는 세트 스크류를 조정하는 단계

를 포함하는 것인 프로브 카드 어셈블리 제조 방법.

청구항 27 

제17항에 있어서, 상기 제2 이동 단계는 상기 프로브 기판의 이동에 영향을 주는, 상기 탑재 구조체로부터 연장

된 복수의 조정가능 샤프트를 이동시키는 단계를 포함하는 것인 프로브 카드 어셈블리 제조 방법.

청구항 28 

제27항에 있어서, 상기 샤프트는 상기 탑재 구조체와 실질적으로 평행인 방향으로 휘어질 수 있는 것인 프로브

카드 어셈블리 제조 방법.

청구항 29 

제17항에 있어서, 상기 제1 이동 단계는 상기 탑재 구조체에 실질적으로 수직인 축을 중심으로 상기 적어도 하

나의 상기 프로브 기판을 회전시키는 것인 프로브 카드 어셈블리 제조 방법.

청구항 30 

프로브 카드 어셈블리에 있어서,

탑재 구조체와;

상기 테스트 대상 장치와 접촉하도록 배치된 프로브 세트를 각각 포함하는 복수의 프로브 기판과;

상기 탑재 구조체와 관련하여 하나 이상의 상기 프로브 기판을 이동시키기 위한 이동 수단을 포함하고, 상기 이

동은 상기 탑재 구조체에 수직인 방향 성분과 상기 탑재 구조체에 평행인 방향 성분을 포함하는 것인 프로브 카

드 어셈블리.

청구항 31 

제30항에 있어서, 상기 이동 수단은 상기 하나 이상의 상기 프로브 기판의 적어도 일부를 상기 탑재 구조체 쪽

으로 또는 상기 탑재 구조체로부터 멀어지게 선택적으로 이동시키도록 구성된 복수의 가동 어셈블리를 포함한

것인 프로브 카드 어셈블리.

청구항 32 

제31항에 있어서, 상기 가동 어셈블리는 상기 하나 이상의 상기 프로브 기판에 부착되고 상기 탑재 구조체와 평

행한 방향으로도 이동할 수 있는 것인 프로브 카드 어셈블리.
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청구항 33 

제32항에 있어서, 상기 가동 어셈블리는 기동시 상기 가동 어셈블리의 상기 평행 이동을 금지시키는 잠금 기구

를 포함한 것인 프로브 카드 어셈블리.

청구항 34 

제33항에 있어서, 상기 가동 어셈블리는 스플릿 너트, 차동 스크류 어셈블리를 포함한 것인 프로브 카드 어셈블

리.

명 세 서

기 술 분 야

본 발명은 다중 기판 프로브 구조체를 조정하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.<1>

배 경 기 술

도 1은 예컨대 새로 제작된 반도체 웨이퍼(12)상의 다이(도시 생략됨)일 수 있는 전자 장치를 테스트하기 위한<2>

예시적인 프로빙 시스템(90)을 도시한 것이다. 도 1의 프로빙 시스템(90)은 테스트 헤드(4)와 프로버(2)(프로버

(2)는 프로버(2)의 부분적인 내부 모습을 보여주기 위한 절결부(26)와 함께 도시되어 있다)를 구비한다. 반도체

웨이퍼(12)의 다이(도시 생략됨)를 테스트하기 위해, 웨이퍼(12)는 도 1에 도시된 바와 같이 가동(moveable) 스

테이지(6) 상에 배치되고, 상기 스테이지(6)는 웨이퍼(12)의 다이(도시 생략됨) 상의 단자(22)들이 프로브 카드

어셈블리(20)의 프로브(66)와 접촉하도록 이동된다. 따라서, 프로브(66)와 테스트 대상 웨이퍼(12)의 다이(도시

생략됨) 사이에는 임시적인 전기 접속이 확립된다.

전형적으로, 테스터(도시 생략됨)와 테스트 헤드(4)는 케이블(10) 또는 다른 통신 수단에 의해 접속된다. 전기<3>

커넥터(14)는 테스트 헤드(4)를 프로브 카드 어셈블리(20)에 전기적으로 접속하고, 프로브 카드 어셈블리(20)는

프로브(66)까지의 전기 경로(도시 생략됨)를 포함한다. 케이블(10), 테스트 헤드(4), 전기 커넥터(14) 및 프로

브 카드 어셈블리(20)(프로브(66)를 포함함)는 테스트를 받는 웨이퍼(12)의 다이 단자(22)와 테스터(도시 생략

됨) 간에 전기 경로를 제공한다. 따라서, 프로브(66)가 웨이퍼(12)의 다이(도시 생략됨)의 단자(22)들과 접촉하

고 있는 동안, 케이블(10), 테스트 헤드(4), 전기 커넥터(14) 및 프로브 카드 어셈블리(20)는 테스터(도시 생략

됨)와 다이(도시 생략됨) 사이에 복수의 전기 경로를 제공한다. 테스터(도시 생략됨)는 상기 전기 경로를 통하

여 다이(도시 생략됨)에 테스트 데이터를 기록하고, 테스트 데이터에 응답하여 다이에서 발생된 응답 데이터는

상기 전기 경로를 통하여 테스터로 반송된다.

전형적인 웨이퍼(12)는 다수의 다이(도시 생략됨)를 포함한다. 사실, 웨이퍼(12)는 수십개 또는 수백개의 다이<4>

(도시 생략됨)를 포함할 수 있다. 전형적으로, 프로브 카드 어셈블리(20)는 웨이퍼(12) 상의 모든 다이(도시 생

략됨)들과 접촉할 수 없다. 웨이퍼(12) 상의 모든 다이(도시 생략됨)들을 테스트하기 위해, 스테이지(6)는 웨이

퍼(12)의 다이(도시 생략됨)들 중 일부를 프로브 카드 어셈블리(20)의 프로브(66)와 접촉되도록 이동시키고, 테

스터(도시 생략됨)는 그 다이(도시 생략됨)에서 테스트를 수행한다. 그 다음에, 스테이지(6)는 다른 다이들(도

시 생략됨)이 프로브(66)와 접촉되도록 웨이퍼(12)를 이동시키고, 테스터(도시 생략됨)가 그 다이에서 동일한

테스트를 수행한다. 다이(도시 생략됨)의 일부가 프로브(66)와 접촉하도록 웨이퍼(12)를 이동시키고 그 다이들

(도시 생략됨)을 테스트하는 이러한 처리는 웨이퍼(12)의 모든 다이(도시 생략됨)가 테스트될 때까지 계속된다.

프로브 카드 어셈블리 기술이 진보함에 따라, 프로브(66) 어레이의 크기는 더 많은 다이(도시 생략됨)와 접속하<5>

기 위해 증가되었다. 대형 프로브 어레이(66)를 생성하기 위한 한가지 전략은 다중 프로브 기판(66)을 사용하는

것이다. 즉, 복수의 프로브를 각각 포함하는 다중 프로브 기판(66)은 프로브 기판(66) 상의 프로브들이 대형 프

로브 어레이를 형성하도록 서로 인접하게 배치된다. 미국 특허 제5,806,181호, 미국 특허 제6,690,185호, 미국

특허 제6,640,415호 및 미국 특허 제6,509,751호(이들은 각각 인용에 의해 그 전체 내용이 여기에 통합된다)는

다중 프로브 기판을 가진 프로브 카드 어셈블리의 비제한적인 예들을 개시하고 있다. 전형적으로 크기가 작은

프로브(66)와 다이 단자(22)들은 정확히 정렬되어야 하는데, 이것은 다중 프로브 기판의 정밀 배치를 필요로 한

다. 이와 같이 프로브 기판을 정밀하게 배치하기 위한 방법 및 장치가 요구되고 있다.

발명의 상세한 설명
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예시적인 실시예로서, 다중 프로브 기판은 탑재 어셈블리(mounting assembly)에 부착된다. 각각의 프로브 기판<6>

은 프로브 세트를 포함하고, 프로브 기판상의 프로브 세트들은 테스트 대상 장치와 접촉하는 프로브 어레이를

함께 구성한다. 조정 기구(adjustment mechanism)는 각 기판을 탑재 어셈블리에 대하여 개별적으로 이동시키도

록 각 프로브 기판에 힘을 인가하게끔 구성된다. 조정 기구는 각 프로브 기판을 "x"축, "y"축 및 "z"축을 따라

병진(translate)시킬 수 있고, 또한 하나 이상의 상기 축을 중심으로 각 프로브 기판을 회전시킬 수 있다. 조정

기구는 하나 이상의 프로브 기판의 형상을 또한 변경시킬 수 있다. 그에 따라서, 프로브들은 테스트 대상 장치

상의 접점들에 대하여 정렬 및/또는 평탄화될 수 있다.

실 시 예

이 명세서는 본 발명의 예시적인 실시예 및 응용을 설명한다. 그러나, 본 발명은 여기에서 설명하는 예시적인<39>

실시예 및 응용으로 또는 예시적인 실시예 및 응용이 여기에서 설명하는 것처럼 동작하는 방식으로 제한되는 것

은 아니다.

도 2a 및 도 3은 복수의 프로브 기판(108)을 포함하는 예시적인 프로브 카드 어셈블리(100)의 단순화한 블록도<40>

이다. (도 2a는 프로브 카드 어셈블리(100)의 측면도이고 도 13은 저면도(bottom view)이다.) 프로브 세트(11

2)는 각 프로브 기판(108)에 부착되고, 프로브 기판(108)은 프로브 세트(112)가 대형 프로브 어레이를 형성하도

록 배열된다. 비록 4개의 프로브 기판(108)이 도시되어 있지만 더 적은 수 또는 더 많은 수의 프로브 기판도 가

능하다. 프로브 카드 어셈블리(100)는 도 1의 시스템(90)과 같은 프로빙 시스템에서 프로브 카드 어셈블리(20)

대신에 사용될 수 있지만, 설명의 편리성을 위해, 이하에서 프로브 카드 어셈블리(100)는 프로빙 시스템(90)과

관련하여 설명된다.

도 2a 및 도 3에 도시된 바와 같이, 프로브 카드 어셈블리(100)는 커넥터(102), 탑재 어셈블리(104) 및 프로브<41>

기판(108)을 포함하고, 프로브 기판(108)에는 각각 프로브 세트(112)가 형성되어 있다. 접속 기구(114)는 프로

브 기판(108)을 탑재 어셈블리(104)에 물리적으로 접속한다. 제1 조정 기구(106)와 제2 조정 기구(110)는 탑재

어셈블리(104)와 관련하여 프로브 기판(108)의 위치를 조정하도록 구성된다. 도 2a 및 도 3에 도시된 것은 정확

한 비례관계로 된 것은 아니다. 예를 들면, 프로브 기판(108)은 서로 더 가까이 배치될 수도 있지만 도 2a와 도

3은 설명의 편리성을 위해 그렇게 도시한 것이다.

커넥터(102)는 테스트 헤드(4)(도 1 참조)와 전기적으로 접속하도록 구성된다. 예를 들면, 커넥터(102)는 제한<42>

적인 것은 아니지만 무삽입력(zero insertion force; ZIF) 커넥터 또는 포고핀(pogo pin) 커넥터를 수용하기

위한 포고 패드를 비롯해서 임의 유형의 전기 커넥터일 수 있다.

도 2b는 탑재 어셈블리(104)를 통과하는 전기 경로(152)(예를 들면, 도전성 트레이스 및/또는 비아), 탑재 어셈<43>

블리(104)와 프로브 기판(108) 사이의 전기 접속(154)(예를 들면, 와이어, 인터포저 등), 및 프로브 기판(108)

을 통과하는 전기 경로(156)(예를 들면,  도전성 트레이스 및/또는 비아)에 의해 커넥터(102)를 프로브 세트

(112)에 전기적으로 접속하는 구성을 보인 프로브 카드 어셈블리(100)의 개략도이다.

탑재 어셈블리(104)는, 전기 경로(152)를 제공하는 외에도, 도 1의 시스템(90)과 같은 프로빙 시스템의 프로버<44>

(2)에  단단히  부착되도록  또한  구성된다.  예를  들면,  탑재  어셈블리(104)는  프로버(2)에  볼트  조립(도시

생략됨), 클램프(도시 생략됨) 또는 다른 방식으로 고정될 수 있다.

예시적인 탑재 어셈블리(104)의 단순화한 블록도를 나타내는 도 2C에 도시된 바와 같이, 탑재 어셈블리(104)는<45>

보강판(stiffener plate)(182)과 배선 기판(184)을 포함할 수 있다. 배선 기판(184)은 커넥터(102)(도 2C에서

는 도시 생략됨)로부터 탑재 어셈블리(104)를 통과하는 전기 경로를 제공한다. 배선 기판(184)은 예를 들면 인

쇄 회로 기판일 수 있다. 보강판(182)은 휨, 열적 변형 등을 저지하는 기계적 견고함(stiffness)을 제공한다.

배선 기판(184)은 프로버(2)(도 1 참조)에 고정되고, 보강판(182)은 배선 기판(184)을 견고하게 하기 위해 배선

기판(184)에 부착될 수 있다. 그 일 예는 인쇄 회로 기판(502)이 배선 기판(184)의 일 예이고 탑재판(530, 53

2)이 보강판(182)의 예로서 제시된 미국 특허 제5,974,662호의 도 5에 나타나 있다. 대안적으로, 보강판(184)이

프로버(2)에 고정되고 배선 기판(184)이 보강판(182)에 부착될 수 있다. 그 예는 "프로브 카드 어셈블리에서 열

적 변환을 관리하는 장치 및 방법"의 명칭으로 2005년 4월 19일자 출원된 미국 가특허 출원 번호 제60/594,562

호에 개시되어 있다. 예를 들면, 가특허 출원 번호 제60/594,562호의 도면에 도시된 보강판(202)은 보강판(18

2)의 예이고, 가특허 출원 번호 제60/594,562호의 도면에 또한 도시된 배선 기판(204)은 배선 기판(184)의 예이

다. 전술한 미국 특허 제5,974,662호 및 가특허 출원 번호 제60/594,562호는 인용에 의해 그 전체 내용이 여기

에 통합된다.
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도 2a에서 개략적으로 박스로 표시된 부착 기구(114)는, 전술한 바와 같이, 프로브 기판(108)을 탑재 어셈블리<46>

(104)에 물리적으로 접속하도록 구성된다. 부착 기구(110)는 프로브 기판(108)을 탑재 어셈블리(104)의 보강판

(182) 부분에 물리적으로 바람직하게 접속한다. 또한, 부착 기구(114)는 프로브 기판(108)을 특정 방향으로 바

이어스하도록 구성될 수 있다. 도 3에 도시된 예에서, 프로브 기판(108)은 도 3에 도시된 바와 같이 각 프로브

기판(108)을 다른 프로브 기판으로부터 멀어지게 바이어스하는 화살표(116)  방향으로 바이어스된다. 대안적인

바이어싱 구조의 예로서, 하나의 프로브 기판(108)은 어느 방향으로도 바이어스 되지 않지만 각각의 다른 프로

브 기판(108)이 그로부터 멀어지는 방향으로 바이어스되는 기준점으로서 작용할 수 있다. 예를 들면, 도 3에서

하부 우측 코너에 위치된 프로브 기판(108)은 어느 방향으로도 바이어스되지 않고, 다른 3개의 프로브 기판들은

각각 화살표(116) 방향으로 다른 프로브 기판으로부터 멀어지게 바이어스될 수 있다.

각 프로브 기판(108)은 프로브 세트(112)용의 플랫폼을 포함하고, 프로브 기판(108)을 통하여 프로브(112)까지<47>

연장하는 전기 경로(156)(도 2b 참조)를 구비한다. 프로브 기판(108)은, 예를 들면, 전기 경로(156)를 형성하는

도전성 트레이스(도시 생략됨) 및 도전성 비아(도시 생략됨)를 구비한 세라믹 또는 유기물 기판일 수 있다.

프로브(112)는 탄성이 있는 도전성 구조체일 수 있다. 적당한 프로브(112)의 비제한적인 예로는 미국 특허 제<48>

5,476,211호, 미국 특허 제5,917,707호 및 미국 특허 제6,336,269호에 개시된 바와 같이 탄성재로 코팅된 프로

브 기판(108) 상에서 도전성 단자(도시 생략됨)에 결합된 중심 배선(core wire)으로 이루어진 복합 구조체가 있

다. 상기 미국 특허들은 모두 인용에 의해 그 전체 내용이 여기에 통합된다. 대안적으로, 프로브(112)는 예컨대

미국  특허  제5,994,152호,  미국  특허  제6,033,935호,  미국  특허  제6,255,126호,  미국  특허  출원  공개  제

2001/0044225호 및 미국 특허 출원 공개 제2001/0012739호에 개시된 스프링 요소와 같은, 리소그래픽적으로 형

성된 구조체일 수 있다. 상기 미국 특허 및 출원은 인용에 의해 그 전체 내용이 여기에 통합된다. 프로브(112)

의 다른 비제한적인 예로는 도전성 포고핀, 범프, 스터드, 스탬프 스프링 등이 있다.

제1 조정 기구(106)와 제2 조정 기구(110)는 각 프로브 기판(108)의 위치가 탑재 어셈블리(104)에 관련하여 변<49>

경될 수 있게 한다. 탑재 어셈블리(104)가 프로버(2)에 단단히 부착되기 때문에, 각 프로브 기판(108)의 위치도

또한 스테이지(6)(도 1 참조) 상에 배치된 테스트 대상 웨이퍼(12)(도 1 참조) 및 프로버(2)에 관련하여 변경된

다.

제1 조정 기구(106)와 제2 조정 기구(110)는 각 프로브 기판(108)에 6개 각도의 이동을 부여하도록 구성되는 것<50>

이 좋다. 도 2a에서, 상기 6개 각도의 이동은 다음과 같이 표시되어 있다. 즉, 도 2a의 페이지를 가로지르는 수

평 방향은 "x"로, 도 2a의 페이지에서 앞쪽 및 뒤쪽으로 향하는 수평 방향은 "y"로, 수직 방향은 "z"로, "x" 축

을 중심으로한 회전은 Rx로, "y"축을 중심으로 한 회전은 Ry로, 및 "z"축을 중심으로 한 회전은 Rz로 각각 표시

되어 있다. 상기 방향들은 설명의 편리성을 위해 제공되는 것일 뿐, 제한하는 의도는 없다.

제1 조정 기구(106)는 프로브 기판(108)의 하나 이상의 부분을 "z" 방향으로 이동시키도록 구성된다. 따라서,<51>

제1 조정 기구(106)는 각 프로브 기판(108)을 3개 각도의 운동(motion)으로, 즉 "z"축을 따르는 병진, "x"축을

중심으로 한 회전(Rx) 및 "y"축을 중심으로 한 회전(Ry)으로 이동시킬 수 있다. 제2 조정 기구(110)는 프로브 기

판(108)의 하나 이상의 부분을 "x, y" 평면 내에서 이동시키도록 구성된다. 따라서, 제2 조정 기구(110)는 각

프로브 기판(108)을 3개의 추가적인 각도의 운동으로, 즉 "x"축을 따르는 병진, "y"축을 따르는 병진 및 "z"축

을 중심으로 한 회전(Rz)으로 이동시킬 수 있다.

도 4 내지 도 8은 도 2a와 도 3의 각 부착 기구(114)가 프레임(410) 및 스프링 어셈블리(408)를 포함하고, 제1<52>

조정 기구(106)가 각각 차동 스크류(404)를 포함하며, 제2 조정 기구(110)가 각각 캠 어셈블리(406)를 포함하는

예시적인 프로브 카드 어셈블리(400)를 도시한 것이다. 도시되어 있는 바와 같이, 프로브 카드 어셈블리(400)는

도 2a 및 도 3에서처럼 커넥터(102), 탑재 어셈블리(104), 프로브 기판(108) 및 프로브(112)를 또한 포함한다.

(설명의 편리성을 위해,  도 4-8에서의 그림은 정확한 비례관계로 나타내지 않았다. 예를 들면, 프로브 기판

(108)들은 서로 더 가까이 배치될 수 있지만 설명의 편리성을 위해 도 4-8에서처럼 도시하였다.)

전술한 바와 같이, 도 2a 및 도 3의 부착 기구(114)는 프레임(410) 및 스프링 어셈블리(408)로서 프로브 카드<53>

어셈블리(400)에서 구현된다. 도 4 및 도 6에 도시된 바와 같이, 복수의 스프링 어셈블리(408)는 프레임(410)을

탑재 어셈블리(104)에 부착한다. 도 9는 개방 공간(802)을 구비하는 예시적인 프레임(410)의 확대 투시도이다.

프로브 기판(108)은 프레임(410)에 부착되고, 이러한 부착은 볼트, 클램프, 아교, 접착제 등으로 실행될 수 있

다. 프로브 카드 어셈블리(400)의 측횡단면도인 도 8에 도시된 바와 같이, 프레임(410)의 각 공간(802)에는 인

터포저(interposer)(804)가 맞추어진다.  역시 도 8에 도시된 바와 같이,  각 인터포저(804)는 탑재 어셈블리
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(104)와 접촉하는 제1 세트의 전도성 스프링 요소(808) 및 프로브 기판(108)과 접촉하는 제2 세트의 전도성 스

프링 요소(810)를 구비하는 것이 바람직하다. 제1 세트의 스프링 접촉 요소(808)는 인터포저 기판(806)을 통해

제2 세트의 스프링 접촉 요소(810)와 전기적으로 접속된다. 따라서, 각 인터포저(804)는 탑재 어셈블리(104)와

프로브  기판(108)  사이에서  전기  경로(154)(도  2b  참조)를  제공하고,  접촉  요소(808,  810)가  스프링이기

때문에, 상기 전기 경로(154)들은 유연성이 있다(즉, 탑재 어셈블리(104)와 관련한 프로브 기판(108)의 위치가

캠  어셈블리(406)  및  차동  스크류  어셈블리(404)에  의해  변경되는  때에도  전기  경로(154)는  확립된  채

유지된다). 접촉 요소(808, 810)는 전술한 바와 같이 프로브(112)처럼 구성될 수 있다. 전술한 미국 특허 제

5,974,662호의 도 5의 인터포저(504) 및 미국 특허 제6,509,751호(이 특허들은 인용에 의해 그 전체 내용이 여

기에 통합된다)의 도 2a의 인터포저(230)는 적당한 인터포저(804)의 비제한적인 예이다. 비록, 각 프레임(410)

의 공간(802)들이 프로브 기판(108)마다 4개의 인터포저(804)용으로 제공되어 있지만, 프로브 기판(108)마다 더

적거나 더 많은 인터포저(804)를 사용할 수 있다.

프로브 카드 어셈블리(400)의 저면도인 도 6에 도시된 바와 같이, 각 프레임(도 6에서는 프로브 기판(108) 뒤에<54>

숨어있음)은 복수의 스프링 어셈블리(408)에 의해 탑재 어셈블리(104)에 부착된다. 도 10a 및 도 10b는 각각 하

나의 스프링 어셈블리(408)의 상세한 측면도 및 정면도이다. 도 10a 및 도 10b에 도시된 바와 같이, 스프링 어

셈블리(408)는 탑재 어셈블리(104)에 부착된 핀(1002) 및 프레임(410)에 부착된 핀(1006)을 구비한다. (도 10a

및 도 10b에서는 탑재 어셈블리(104), 프레임(410) 및 프로브 기판(108)이 부분도로서 도시되어 있다.) 프레임

핀(1006)은 프레임(410)과 일체로 형성될 수도 있고, 또는, 대안적으로, 프레임 핀(1006)은 프레임(410) 내의

홀(도시 생략됨)에 나사 결합 또는 쐐기 결합으로 결합될 수도 있다. 어셈블리 핀(1002)은, 유사하게, 탑재 어

셈블리(104)와 일체로 형성될 수도 있고, 또는, 탑재 어셈블리(104) 내의 홀(도시 생략됨)에 나사 결합 또는 쐐

기 결합으로 결합될 수도 있다. 대안적으로, 핀(1002)과 핀(1006)은 아교, 용접, 접착, 땜질(brazed), 납땜 또

는 기타의 방법으로 탑재 어셈블리(104) 및 프레임(410)에 각각 부착될 수 있다.

스프링(1004)은 어셈블리 핀(1002)과 프레임 핀(1006) 둘 다에 부착된다. 스프링(1004)은 임의의 적당한 스프링<55>

구조체일 수 있고 임의의 적당한 방법으로 어셈블리 핀(1002) 및 프레임 핀(1006)에 부착될 수 있다(예를 들면,

스프링(1004)의 단부들이 핀(1002, 1006)의 홀(도시 생략됨)에 고정될 수도 있고, 스프링(1004)의 단부들이 핀

(1002, 1006) 주변을 감쌀 수도 있다. 등등)

스프링 어셈블리(408)는 프레임(410)을 탑재 어셈블리(104)에 부착시킬 뿐만 아니라 프로브 기판(108)을 바이어<56>

스한다. 도 10a를 참조하면, 스프링 어셈블리(408)는 (프레임(410)에 부착되어 있는) 프로브 기판(108)을 도

10a에 화살표(1010)로 도시된 바와 같이 상향으로 및 페이지의 뒤쪽 방향으로 바이어스한다. 도 10a의 측면도인

도 10b에서, 상기 바이어스의 방향은 화살표(1010)로 표시된 바와 같이 상향으로 및 좌측으로 된다. 스프링 어

셈블리(408)를 선택적으로 배치함으로써, 프로브 기판(108)은 임의의 원하는 방향으로 바이어스될 수 있다. 예

를 들면, 스프링 어셈블리(408)를 프로브 카드 어셈블리(400)의 저면도인 도 6에 도시된 바와 같이 프로브 카드

어셈블리(400) 위에 배치하면, 도 6에 도시된 4개의 프로브 기판(108)을 (도 3에서의 화살표(116) 방향과 유사

하게) 서로로부터 멀어지는 방향으로 및 탑재 어셈블리(104) 쪽으로 바이어스한다.

도 7에 도시되고 전술한 바와 같이, 도 2a 및 도 3의 제1 조정 기구(106)는 도 4-8의 프로브 카드 어셈블리<57>

(400)에서 복수의 차동 스크류 어셈블리(404) 및 피벗 구체(pivot sphere)(1106)로서 구현된다. 도 11a는 하나

의 차동 스크류 어셈블리(404) 및 대응하는 피벗 구체(1106)의 상세한 횡단면도이다. (도 11a는 탑재 어셈블리

(104), 프레임(410) 및 프로브 기판(108)을 부분도로서 도시하고 있다.) 도시된 바와 같이, 차동 스크류 어셈블

리(404)는 탑재 어셈블리(104)에 견고하고 이동할 수 없게 고착된 외부 나사 요소(1104)를 포함한다. 스크류

(1102)는 상기 외부 요소(1104)에 나사식으로 잠겨 들어간다. 도 11b에 도시된 바와 같이, 스크류(1102)가 한쪽

방향으로 회전(1108)될 때, 스크류(1102)는 프레임(410)의 홈(902)에 배치된 피벗 구체(1106)쪽으로 하향이동하

여 프레임(410)(및 그에 따른 프로브 기판(108))을 탑재 어셈블리(104)로부터 멀어지는 방향으로 민다. 스크류

(1102)를 반대 방향(도시 생략됨)으로 회전시키면, 스크류(1102)가 피벗 구체(1106)로부터 멀어지게 후퇴하고,

스프링 어셈블리(408)의 스프링 작용(전술한 바와 같이 프레임(410)을 탑재 어셈블리(104) 쪽으로 바이어스 하

는 것)에 의해 프레임(410)이 스크류(1102)와 함께 이동한다.

도 9에 도시된 바와 같이, 프레임(410)은 9개의 피벗 구체(1106)(도 9에는 도시 생략됨)를 배치하기 위한 9개의<58>

홈(902)이 있고, 따라서 9개의 차동 스크류 어셈블리(404)에 의해 이동되도록 구성된다. (프로브 카드 어셈블리

(400)의 횡단면 측면도를 도시하는 도 7은 도 7에 도시된 2개의 프레임(410) 각각에 대하여 3개의 차동 스크류

어셈블리(404)를 도시하고 있다.)  도 14에 도시된 바와 같이, 9개의 차동 스크류 어셈블리(404)는 9개의 힘

(1406)이 프레임(410)(도 14에서는 블록도 형상으로 도시되어 있음)을 지탱하게 하고, 상기 9개의 힘(1406)을
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각각 선택적으로 적용함으로써,  프레임(410)(및  이  프레임에 부착된 프로브 기판(108)(도 14에는 도시 생략

됨))이 "z" 축을 따라 병진하고 "x"축과 "y"축을 중심으로 회전(Rx, Ry)될 수 있다. 물론, 하나의 프로브 기판

(108)을 조정하기 위해 9개 미만 또는 그 이상의 차동 스크류 어셈블리(404)를 사용하는 것도 가능하다.

전술한 바와 같이, 도 2a 및 도 3의 제2 조정 기구(110)는 도 4-8의 프로브 카드 어셈블리(400)에서 복수의 캠<59>

어셈블리(406)로서 구현된다. 도 12a는 하나의 캠 어셈블리(406)의 측면도이고 도 13a는 저면도이다. 도시되어

있는 바와 같이, 캠(1204)은 스크류(1202)에 단단히 부착되고, 스크류(1202)는 포스트(1206)의 나삿니가 형성된

개구(도시 생략됨)에 나사결합된다. 포스트(1206)는 탑재 어셈블리(104)에 단단히 부착된다. 스크류(1202)를 회

전시키면 캠(1204)이 회전한다. 도 12b 및 도 13b에 도시된 바와 같이, 캠(1204)은 프레임(410)과 접촉하고, 캠

(1204)이 한쪽 방향으로 회전(1308)할 때 캠(1204)은 프레임(410)을 밀어서 이동(1210)시킨다. 캠(1204)이 반

대 방향(도시 생략됨)으로 회전될 때, (전술한 바와 같이, 프레임(410)을 바이어스하는) 스프링 어셈블리(408)

의 스프링 작용이 캠(1204)과 함께 프레임(410)을 민다.

도 4 및 도 6에 도시된 바와 같이, 각 프레임(410)의 주변에는 8개의 캠 어셈블리(406)가 배치된다(도 6에서는<60>

프레임(410)이 각 프로브 기판(108) 아래에 숨어있다). 도 14에 도시된 바와 같이, 8개의 캠 어셈블리(408)는 8

개의 힘(1404)이 프레임(410)(도 14에서는 블록도 형상으로 도시되어 있음)을 지탱하게 하고, 상기 8개의 힘

(1404)을 각각 선택적으로 적용함으로써, 프레임(410)(및 이 프레임에 부착된 프로브 기판(108)(도 14에는 도시

생략됨))이 "x"축과 "y"축을 따라 병진하고 "z" 축을 중심으로 회전(Rz)될 수 있다. 물론, 하나의 프로브 기판

(108)을 조정하기 위해 8개 미만 또는 그 이상의 캠 어셈블리(406)를 사용하는 것도 가능하다. 예를 들면, 캠

어셈블리(406)는 프로브 기판(108)의 매 측면을 따라 배치될 필요는 없다. 예를 들면, 캠 어셈블리(408)는 프로

브 기판(108)에서, 캠 어셈블리(408)가 스프링 어셈블리(408)의 바이어싱 방향에 저항하는 측면에만 배치되어도

좋다.

도 15 내지 도 17은 다른 예시적인 프로브 카드 어셈블리(1500)를 도시한 것이다. 도 15는 프로브 카드 어셈블<61>

리(1500)의 저면도이고, 도 16은 평면도이며, 도 17은 측횡단면도이다. 설명을 편리하게 하기 위해, 도 15 내지

도 17은 정확한 비례관계로 도시된 것이 아니다. 예를 들면, 프로브 기판(108)은 서로 더 밀접하게 배치될 수

있지만, 도 15 내지 도 17에서는 설명의 편리성을 위해 그렇게 도시한 것이다. 프로브 카드 어셈블리(1500)는

여러 가지 점에서 프로브 카드 어셈블리(400)와 유사하다.

프로브 카드 어셈블리(400)와 마찬가지로, 프로브 카드 어셈블리(1500)는 프로빙 시스템에서 사용될 수 있다.<62>

예를 들면, 프로브 카드 어셈블리(1500)는 도 1의 프로빙 시스템(90)에서 프로브 카드 어셈블리(20) 대신에 사

용될 수 있다. 또한, 프로브 카드 어셈블리(1500)는 커넥터(102) 및 탑재 어셈블리(104)를 구비하는데, 상기 커

넥터 및 탑재 어셈블리는 프로브 카드 어셈블리(400)에서 동일한 명칭 및 참조 번호를 가진 요소와 동일한 것일

수 있다. 또한, 프로브 카드 어셈블리(400)와 마찬가지로, 프로브 카드 어셈블리(1500)는 각 프로브 기판(108)

상의 프로브 세트(112)들이 함께 대형 프로브 어레이를 구성하도록 배열된 복수의 프로브 기판(108)(4개가 도시

되어 있지만 그 미만 또는 그 이상의 것도 가능하다)을 구비한다.

그러나, 프로브 카드 어셈블리(1500)에서, 도 2a 및 도 3의 부착 기구(114)는 레벨링(leveling) 스크류 어셈블<63>

리(1504)에 의해 구현된다. 도 2a 및 도 3의 제1 부착 기구(116)도 또한 레벨링 스크류 어셈블리(1504)에 의해

구현되고, 도 2a 및 도 3의 제2 부착 기구(110)는 레벨링 스크류 어셈블리(1504) 및 브라켓(1510)의 세트 스크

류(1506)에 의해 구현된다. 도 15와 도 17에 도시된 예시적인 스프링 어셈블리(1508)는 압축 상태에 있다. 그러

므로, 도 15에 도시된 각 스프링 어셈블리(1508)는 스프링 어셈블리(1508)가 부착된 2개의 프로브 기판(108)을

서로로부터 멀어지게 바이어스한다. 스프링 어셈블리(1508)는 구조적으로 프로브 카드 어셈블리(400)의 스프링

어셈블리(408)와 대략 유사하지만, 프레임(410)과 탑재 어셈블리(104) 사이가 아니라 2개의 프로브 기판(108)

사이에 부착된다.

특히 도 17에 도시된 바와 같이, 프로브 기판(108)은 탑재 어셈블리(104)의 통로(1702)를 통하여 각각 연장하는<64>

레벨링 스크류 어셈블리(1504)에 의해 탑재 어셈블리(104)에 부착된다. 도 17도에서 가장 좌측의 레벨링 스크류

어셈블리를  상세히  도시하는  도  18a에  나타나있는  바와  같이,  각  레벨링  스크류  어셈블리(1504)는  스크류

(1802), 잠금 너트(1804) 및 나삿니가 형성된 스터드(1806)를 구비한다. 나삿니가 형성된 스터드(1806)는 프로

브  기판(108)에  부착된다.  나삿니가  형성된  스터드(1806)를  프로브  기판(108)에  부착하는  방법은  중요하지

않고, 비제한적인 예를 들자면 용접, 땜질, 아교, 접착 등을 비롯한 어떠한 방법도 사용가능하다. 레벨링 스크

류 어셈블리(1504)는 프로브 기판(108)을 탑재 어셈블리(104)에 부착하고 따라서 도 2a의 부착 기구(114)의 다
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른 예이다.

도  18a에  도시된  바와  같이,  스크류(1802)의  샤프트(1803)는  스터드(1806)의  나삿니가  형성된  구멍(도시<65>

생략됨)에 나사 결합된다. 도 18b에 도시된 바와 같이, 스크류(1802)가 한쪽 방향으로 회전할 때, 스크류(180

2)가 후퇴하여 스터드(1806)에 및 그에 따라 프로브 기판(108)에도 당기는 힘을 부여하고, 이 힘은 프로브 기판

(108)을 탑재 어셈블리(104) 쪽으로 이동(1860)시킨다. 스크류(1802)가 반대 방향으로 회전할 때, 스크류(180

2)는 전진하여 스터드(1806)에 및 그에 따라 프로브 기판(108)에도 미는 힘을 부여하고, 이 힘은 프로브 기판

(108)을  탑재  어셈블리(104)로부터  멀어지는  쪽으로  이동(1860)시킨다.  그러므로,  레벨링  스크류  어셈블리

(1504)는 자신이 부착된 프로브 기판(108)을 (도 18a-18D에 대해서) 수직으로 이동시킨다. 따라서, 레벨링 스크

류(1504)는 또한 도 2a의 제1 조정 기구(106)의 다른 예가 된다.

도 18c에 도시된 바와 같이, 탑재 어셈블리(104)의 통로(1702)는 스크류(1802)가 통로(1702) 내에서 측방향으로<66>

이동할 수 있도록 충분히 크다. 잠금 너트(1804)가 비결합 위치(도 18c에 도시된 위치)에 있는 동안, 레벨링 스

크류 어셈블리(1504)는 도 18c에 도시된 바와 같이 (도 18a-18D와 관련하여) 측방향으로 이동(1850)할 수 있고,

또한 나삿니 형성 스터드(1806)가 부착된 프로브 기판(108)을 이동(1850)시킨다. 통로(1702)는 상기 측방향 이

동(1850)이 프로브 기판(108)의 평면(예를 들면, 도 2a에 도시된 "x, y" 평면)에서 임의 방향으로의 이동을 포

함하도록 구성되는 것이 바람직하다. 잠금 너트(1804)가 결합 위치(도 18a에 도시된 위치)에 있는 동안, 레벨링

스크류 어셈블리(1504)는 그 위치에서 잠금되어 통로(1702) 내에서 측방향으로 이동(1850)할 수 없다.

도 18d에 도시된 바와 같이, 세트 스크류(1506)는 임의의 적당한 수단(예를 들면, 볼트, 스크류, 클램프, 아교,<67>

접착제 등)에 의해 탑재 어셈블리에 부착된 브라켓(1510)의 나삿니가 형성된 구멍(도시 생략됨)을 관통하여 나

사결합된다. 세트 스크류(1506)가 한쪽 방향으로 회전(1854)하면 스크류(1506)가 프로브 기판(108) 쪽으로 전진

하여 프로브 기판을 측방향으로 민다(1856). 스크류(1506)가 반대 방향으로 회전(1854)하면 스크류(1506)가 프

로브 기판(108)으로부터 멀어지게 후퇴한다. 스프링(1508)(도 18d에는 도시 생략됨)의 바이어싱 효과 때문에,

프로브 기판(108)은 세트 스크류가 후퇴함에 따라 세트 스크류(1506)와 함께 이동한다. (전술한 바와 같이, 예

시적인 스프링(1508)은 바람직하게 압축 상태로 있어서,  도 15  및 도 17에 도시된 바와 같이, 세트 스크류

(1506)에 의해 프로브 기판(108)에 인가되는 힘에 반대되게 프로브 기판(108)에 힘을 인가하도록 구성된다.) 스

크류(1802)의 샤프트(1803)는 도 18d에 도시한 바와 같이 휘어질 수 있는 것이 바람직하고, 이것은 전술한 바와

같이 잠금 너트(1804)가 잠겨져서 레벨링 스크류 어셈블리(1504)가 통로(1702) 내에서 측방향으로 이동할 수 없

을 때 프로브 기판(108)의 이동을 가능하게 한다. 대안적으로, 레벨링 스크류 어셈블리(1504)에서 스크류(180

2)의 샤프트(1803)를 탄성체(스프링처럼)로 구성하여, 샤프트(1803)가 세트 스크류(1506)에 의해 프로브 기판

(108)에 부여되는 힘에 반대되게 프로브 기판(108)에 저항력(counterforce)을 인가하도록 할 수도 있다. 상기

탄성 샤프트(1803)는 프로브 카드 어셈블리(1500)의 초기 조립시에 프로브 기판(108)을 서로로부터 멀어지게 바

이어스하도록 구성하는 것도 또한 가능하다. 만일 샤프트(1803)를 탄성체로 하면, 스프링(1508)은 사용하지 않

아도 된다. 다른 예로서, 스프링(1506)과 탄성 샤프트(1803)를 둘 다 사용하여도 좋다.

전술한 바와 같이, 레벨링 스크류 어셈블리(1504)와 세트 스크류(1506)는 둘 다 프로브 기판(108)의 (도 18d에<68>

대하여) 측방향 이동(1856)을 실시할 수 있다. 양호한 실시예에서, 통로(1702)  내의 레벨링 스크류 어셈블리

(1504)는 프로브 기판(108)의 개략적인 측방향 조정을 위한 것이고, 세트 스크류(1506)는 프로브 기판(108)의

미세 측방향 조정을 위해 사용된다. 그러므로, 레벨링 스크류 어셈블리(1504)와 세트 스크류(1506)는 도 2a에서

제2 조정 기구(110)의 다른 예이다.

도 19에 도시한 바와 같이, 각각의 예시적인 프로브 기판(108)은 나삿니가 형성된 9개의 스터드(1806)를 구비하<69>

고,  이 스터드에 레벨링 스크류 어셈블리(1504)의 스크류(1802)의 (도 19에 부분도로 도시된)  9개의 샤프트

(1803)가 나사결합된다. (물론, 하나의 프로브 기판(108)을 조정하기 위해 9개 미만 또는 그 이상의 레벨링 스

크류 어셈블리(1504)를 사용할 수 있다.) 도 20에 도시한 바와 같이, 9개의 레벨링 스크류 어셈블리(1504)는 프

로브 기판(108)을 지탱하기 위한 9개의 힘(2006)을 제공하고, 상기 9개의 힘(2006) 각각의 선택적인 인가에 의

해 프로브 기판(108)은 "z"축을 따라 병진하고 "x"축 및 "y"축을 중심으로 회전(Rx, Ry)될 수 있다. 도 21에 도

시한 바와 같이, 레벨링 스크류 어셈블리(1504)는 프로브 기판(108)에 미는 힘 또는 당기는 힘을 줄 수 있기 때

문에, 레벨링 스크류 어셈블리(1504)는 프로브 기판(108)의 형상을 또한 변경할 수 있고, 따라서 프로브 기판

(108)의 휘어짐 등을 바로잡을 수 있다. 도 20의 측면도를 보인 도 21에서, 교호의 미는 힘과 당기는 힘은 프로

브 기판(108)에 인가되어 프로브(도 21에는 도시 생략됨)가 부착된 프로브 기판(108)의 표면(1902)의 형상을 변

경한다. 도 21에서 표면(1902)의 형상이 변경된 정도는 설명을 위해 과장되게 도시되어 있다. 전형적으로, 표면

- 11 -

공개특허 10-2008-0032110



(1902)은 표면(1902) 또는 다이 단자(22)(도 1 참조)의 평탄성에서 미소한 평탄성을 보상하기 위해 약간만 변경

된다. 전술한 미국 특허 제6,509,751호에는 프로브 기판의 형상을 변경하는 예에 대하여 개시되어 있다.

도 15에서 가장 잘 나타나 있는 바와 같이, 프로브 카드 어셈블리(1500)의 각 프로브 기판(108) 주위에는 4개의<70>

세트 스크류(1506)가 배치된다. 도 20에 도시한 바와 같이, 4개의 세트 스크류(1506)는 프로브 기판(108)을 지

탱하는 4개의 힘(2004)을 제공하고, 상기 4개의 힘(2004) 각각의 선택적인 인가(및 도 18c에 도시한 바와 같이

레벨링 스크류 어셈블리(1504)의 선택적인 측방향 이동)에 의해 프로브 기판(108)은 "x"축과 "y"축을 따라 병진

하고 "z"축을 중심으로 회전(Rz)될 수 있다. 그러나, 하나의 프로브 기판(108)을 조정하기 위해 4개 미만 또는

그 이상의 세트 스크류(1506)를 사용할 수 있음은 물론이다.

다시 도  17을  참조하면,  배선(1704)은  탑재 어셈블리(104)와  프로브 기판(108)  간에 전기 경로(154)(도  2b<71>

참조)를 제공한다. 각 배선(1704)은 그 일단부가 탑재 어셈블리(104)의 도전성 단자(도시 생략됨)에 및 그 타단

부가 프로브 기판(108)의 도전성 단자(도시 생략됨)에 부착(예를 들면, 납땜)될 수 있다. 배선(1704)은 프로브

기판(108)의 이동을 수용하도록 가요성이 있는 것이다.

도  22a는  프로브 카드 어셈블리(400)의  캠  어셈블리(406)  또는  프로브 카드 어셈블리(1500)의  세트  스크류<72>

(1506) 대신에 사용될 수 있는 예시적인 측방향 조정 어셈블리(2202)를 도시한 것이다. 도시된 바와 같이, 어셈

블리(2202)는 탑재 어셈블리에 매립, 부착, 일체 형성 또는 다른 방법으로 고정된 외부 요소(2206)의 나삿니가

형성된 구멍(도시 생략됨)을 관통하여 샤프트(2208)가 나사결합되는 나사 스크류(2204)를 포함한 차동 스크류

구조체를 구비한다. 샤프트(2208)는 인접된 프로브 기판(108) 상에 형성된 수용 구조체(2212) 사이에 배치된 구

체(2210)를 압축한다. 스프링(2214)은 프로브 기판을 서로 잡아당기는 힘을 제공한다(예를 들면, 스프링(2214)

은 신장 상태에 있다).

도 22b에 도시한 바와 같이, 스크류(2204)가 한쪽 방향으로 회전할 때, 샤프트(2208)는 전진하여 구체(2210)를<73>

프로브 기판(108) 쪽으로 밀어서 프로브 기판(108)이 서로 멀어지게 측방향으로 이동(2252)하게 한다. 스크류

(2204)가 반대 방향으로 회전할 때, 샤프트(2208)는 구체(2210)로부터 멀어지게 후퇴하고, 스프링(2214)은 프로

브 기판(108)을 서로를 향해 잡아당긴다.

따라서, 도 22a에 도시한 측방향 조정 어셈블리(2202)는 도 2a 및 도 3의 제2 조정 기구(110)의 다른 예이다.<74>

도 22a의 측방향 조정 어셈블리(2202)는 적어도 하나의 프로브 기판(108)이 다른 프로브 기판(108)에 의해 둘러

싸여 있는 프로브 카드 어셈블리에서 특히 유용하다. 이러한 프로브 카드 어셈블리(2300)의 예는 (프로브 카드

어셈블리(2300)의 저면도를 도시하는) 도 23에 도시되어 있다. 도시되어 있는 바와 같이, 프로브 카드 어셈블리

(2300)는 9개의 프로브 기판(108)을 구비하고, 각 프로브 기판(108)은 프로브 세트(112)를 구비한다. 중간에 위

치한 프로브 기판(108)은 다른 프로브 기판(108)에 의해 둘러싸여 있기 때문에, 조정 기구(스크류(2204))가 탑

재 어셈블리(104)의 다른 측면으로부터 접근할 수 있는 조정 어셈블리(2202)를 사용하는 것이 조정 기구가 프로

브 기판의 측방향에 위치된 어셈블리(예를 들면, 프로브 카드 어셈블리(1500)에서의 세트 스크류(1506))보다 더

편리할 것이다. (설명의 편리성을 위해, 도 23은 정확한 비례관계로 도시된 것이 아니다. 예를 들면, 프로브 기

판(108)은 서로 더 밀접한 간격으로 될 수 있지만, 도 23에서는 설명의 편의를 위해 그렇게 도시한 것이다.)

도 24 내지 도 26은 또다른 예시적인 프로브 카드 어셈블리(2400)를 도시한 것이다. 도 24는 프로브 카드 어셈<75>

블리(2400)의 측면도이고, 도 25는 평면도이며 도 26은 저면도이다. 설명의 편리성을 위해, 도 24 내지 도 26은

정확한 비례관계로 도시된 것이 아니다.

프로브 카드 어셈블리(2400)는 많은 부분에서 프로브 카드 어셈블리(1500)와 유사하다. 프로브 카드 어셈블리<76>

(2400)도 프로브 카드 어셈블리(1500)처럼 프로빙 시스템에서 사용될 수 있다. 예를 들면, 프로브 카드 어셈블

리(2400)는 도 1의 프로빙 시스템(90)에서 프로브 카드 어셈블리(20) 대신에 사용될 수 있다. 또한, 프로브 카

드 어셈블리(2400)는 커넥터(도시 생략되었지만, 프로브 카드 어셈블리(1500)에서의 커넥터(102)와 유사함)와,

프로브 카드 어셈블리(1500)에서의 탑재 어셈블리(104)와 동일한 것일 수 있는 탑재 어셈블리(104)를 구비한다.

도 24에 도시한 바와 같이, 탑재 어셈블리(104)는 도 2C와 관련하여 도시하고 설명한 보강판(182) 및 배선 기판

(184)을 구비하는 것이 바람직하다. 또한, 프로브 카드 어셈블리(1500)처럼, 프로브 카드 어셈블리(2400)도 복

수의 프로브 기판(108)을 구비하고(비록 4개의 프로브 기판이 도시되어 있지만, 그 미만 또는 그 이상의 것도

가능하다), 상기 복수의 프로브 기판(108)은 각 프로브 기판(108) 상의 프로브 세트(112)가 함께 대형 프로브

어레이를 형성하도록 배열된다. 도 4-6의 프로브 카드 어셈블리(400)처럼, 프로브 카드 어셈블리(2400)는 도 8

과 관련하여 위에서 설명한 바와 같이 배선 기판(184)과 프로브 기판(108) 사이에서 가요성 및/또는 탄성이 있

는 전기 접속을 제공하기 위한 인터포저(804)를 구비한다(각 인터포저는 도 8에 도시한 것처럼 스프링 접촉 요
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소(808, 810) 및 인터포저 기판(806)을 포함한다). 대안적으로, 인터포저(804)는 도 17에 도시한 가요성 배선

(1704)과 같은 다른 가요성 전기 접속으로 교체될 수 있다.

그러나, 프로브 카드 어셈블리(2400)에서, 도 2a 및 도 3의 부착 기구(114), 제1 조정 기구(106) 및 제2 조정<77>

기구(110)는 정렬판(2402) 및 정렬/평탄화("AP") 어셈블리(2408)에 의해 구현된다. 도시된 바와 같이, 프로브

카드 어셈블리(2400)에는 각 프로브 기판(108)용으로 하나의 정렬판(2402)이 있고, 정렬판(2402)마다 9개의 AP

어셈블리(2408)가 있다. 그러나, 프로브 기판(108)마다의 정렬판(2402) 및 정렬판(2402)마다의 AP 어셈블리의

수는 상기의 수 미만 또는 그 이상으로 하여도 좋다.

도 27 내지 도 29는 4개의 정렬판(2402) 중 하나를 상세히 도시한 것이다. 도 25의 부분도인 도 27은 하나의 정<78>

렬판(2402)의 평면도이고, 도 28 및 도 29는 도 27의 정렬판(2402)의 측횡단면도이다. 프로브 카드 어셈블리

(2400)의 4개의 정렬판(2402)은 모두 유사한 구성으로 될 수 있다.

금속 기판일 수 있는 정렬판(2402)은 각 AP 어셈블리(2408)가 접근하기 위한 구멍(2714)과 도구 통로(2710)를<79>

구비한다.  (비록  4개의  도구  통로(2710)가  도시되어  있지만,  그  미만  또는  그  이상의  도구  통로도

사용가능하다.) 도 27에 도시된 바와 같이, 정렬판(2402)에는 9개의 AP 어셈블리(2408)가 부착되어 있다. (앞에

서 설명한 바와 같이, 9개의 미만 또는 그 이상의 AP 어셈블리(2408)도 사용할 수 있다.)

도 29에 가장 잘 나타나 있는 바와 같이, 각 AP 어셈블리(2408)는 하우징(2712)과, 프로브 기판(108)에 부착된<80>

스터드(2806)에 나사 결합되는 스터드 연장부(2804)를 구비한 차동 스크류 어셈블리(2708)를 포함한다. 차동 스

크류 어셈블리(2708)는 스플릿 너트(split-nut) 구성이 바람직하다. 차동 스크류 어셈블리(2708)는 프로브 카드

어셈블리(1500)의 레벨링 스크류 어셈블리(1504)와 대략 동일하게 기능할 수 있다. 즉, 레벨링 스크류 어셈블리

(1504)처럼, 차동 스크류 어셈블리(2708)는 나사 스터드(2806)에 미는 힘 또는 당기는 힘을 줄 수 있다. 도 18b

에 도시된 이동과 유사하게, 차동 스크류 어셈블리(2708)를 한쪽 방향으로 회전시키면, 스터드(2806)(및 그에

따른 프로브 기판(108))를 탑재 어셈블리(104) 쪽으로 잡아당기고, 차동 스크류 어셈블리(2708)를 반대 방향으

로 회전시키면 스터드(2806)(및 그에 따른 프로브 기판(108))를 탑재 어셈블리(104)로부터 멀어지게 민다. 스플

릿 너트 차동 스크류는 약 10 미크론 이하의 미세 조정을 제공하는 것이고, 이러한 정밀 스플릿 너트 차동 스크

류가  사용될  수  있다.  도구(도시 생략됨)는  구멍(2714)을  통하여 차동 스크류 어셈블리(2708)와  결합할 수

있다.

역시 도 29에 가장 잘 나타나 있는 바와 같이, 하우징(2712)은 탑재 어셈블리(104)의 보강판(182)과 정렬판<81>

(2402) 사이에 위치된다. (하우징(2712)은 정렬판(2402) 뒤에 위치하기 때문에 도 27에는 나타나 있지 않다. 그

러나, 설명의 편리성을 위해, 하우징(2712)은 도 27에서 파선(dashed line)으로 도시되어 있다.) 하우징(2712)

은 부착 스크류(2704)에 의해 정렬판(2402)에 단단히 부착된다. 그러나, 브레이크 스크류(2702)(도 27에만 도시

되어 있음)는 하우징이 보강판(182)과 관련하여 움직일 수 있는지 여부를 결정한다. 브레이크 스크류(2702)가

느슨하게 있는 동안, 하우징(2712)은 보강판(182)과 관련하여 (도 29 및 도 30에 있어서) 측방향으로 이동할 수

있다. 각 AP 어셈블리(2408)의, 그 스터스 연장부(2806)를 포함한, 차동 스크류(2708)는 스터드(2806)와 함께

하우징(2712)과 같이 움직인다(2952). 보강판(182)과 배선 기판(184)의 통로(2904, 2906)는 각각 스터드 연장부

(2804)가 보강판(182) 및 배선 기판(184)에 관련하여 이동할 수 있게 한다. 그러나, 브레이크 스크류(2702)가

단단히 조여져 있는 동안에는 하우징(2712) 및 그에 따른 모든 AP 어셈블리(2408)가 그 위치에서 잠금되고 보강

판(182)에 관련하여 이동할 수 없다. 따라서 브레이크 스크류(2702)는 프로브 어셈블리(1500)의 차동 스크류 어

셈블리(1504)의 잠금 너트(1804)처럼 기능하고, 도 18c에 도시된 이동(1850)처럼 측방향 이동을 허용한다.

도 28에 도시한 바와 같이, 2개 이상의 레버리지 도구(2860)(예를 들면, 스크류 드라이버)가 정렬판(2402)의 도<82>

구 통로(2710)를 통해 보강판(182)의 개구(2802)로 삽입될 수 있다. 이때, 레버리지 도구(2860)는 정렬판(240

2)에 측방향 힘(도 28 및 도 29에 대해서)을 인가하기 위한 레버로서 사용될 수 있다. AP 어셈블리(2408)의 하

우징(2712)이 부착 스크류(2704)에 의해 정렬판(2402)에 단단히 부착되기 때문에, 상기 힘들은 보강판(182)과

관련하여 정렬판(2704)을 이동(2852)시킬 뿐만 아니라 각각의 하우징(2712)을 이동시켜서, AP 어셈블리(2408)의

스터드(2806)가 부착된 프로브 기판(108)을 이동(2854)시킨다. 물론, 하우징(2712)과 프로브 기판(108)은 각 하

우징(2712)의 브레이크 스크류(2702)가 느슨한 경우에만 이동한다. 만일 브레이크 스크류(2702)가 단단히 조여

있으면, 하우징(2712)은 이동하지 않는다.

따라서, 정렬판(2402)과 AP 어셈블리(2408)는 프로브 카드 어셈블리(2400) 내 각 프로브 기판(108)의 평탄성 및<83>

/또는 정렬을 6개의 다른 이동 각도로 조정할 수 있고 프로브 기판(108)의 형상을 변경할 수 있다. 즉, 도 30에

도시한 바와 같이, 정렬판(2402)을 관통하는 2쌍의 도구 통로(2710) 및 보강판(182)의 개구(2802)에 삽입된 2개
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의 레버리지 도구(2860)(도 28 참조)는 "x, y" 평면에서 임의 방향으로 측방향 힘(3004)을 줄 수 있고, 상기 힘

(3004)은 프로브 기판(108)이 "x"축 및/또는 "y"축을 따라 병진하고 "z"축을 중심으로 회전(Rz)하게 한다. 더욱

이, 9개의 AP 어셈블리(2408)가 프로브 기판(108)에 미는 힘 및/또는 당기는 힘을 인가할 수 있기 때문에, 9개

의 AP 어셈블리(2408)는 프로브 기판(108)을 지탱하기 위해 도 20에 도시된 동일한 9개의 미는 힘 또는 당기는

힘(2006)을 부여할 수 있다. 도 20에 도시된 바와 같이, 상기 9개의 힘(2006)을 선택적으로 인가함으로써, 프로

브 기판(108)은 "z"축을 따라 병진하고 "x"축 및 "y"축을 중심으로 회전(Rx, Ry)될 수 있다. 6개의 이동 각도-

"x"축, "y"축 및 "z"축을 따르는 병진 및 상기 각 축들을 중심으로 하는 회전(Rx, Ry, Rz) -에 추가해서, 도 21

에 도시한 바와 같이, 프로브 기판(108)에 미는 힘과 당기는 힘을 교호로 인가함으로써, 프로브 기판(108)의 형

상을 변경할 수 있다.

도 31은 테스트 대상 장치를 접촉시키는 프로브 어레이가 개별 프로브 기판(예를 들면, 108) 상에 각각 배치된<84>

복수의 프로브 세트(예를 들면,  112)로 구성되는 프로브 카드 어셈블리(예를 들면,  100,  400,  1500,  2300,

2400)를 제조하는 예시적인 과정(3100)을 도시한 것이다.

단계 3102에서, 제1 세트의 프로브(112)를 포함하는 제1 프로브 기판(108)이 탑재 어셈블리(104)에 부착된다.<85>

예를 들면, 도 3에 도시된 하부 우측의 프로브 기판(108)이 탑재 어셈블리(104)에 부착된다. 단계 3104에서, 추

가의 프로브 기판(108)이 탑재 어셈블리(104)에 부착된다. 예를 들면, 도 3에서 상부 우측, 상부 좌측 및 하부

좌측의 프로브 기판(108)이 탑재 어셈블리(104)에 부착된다. 단계 3102 및 단계 3104에서 탑재 어셈블리(104)에

부착된 프로브 기판(108)들은 각 프로브 기판(108)들이 여기에서 설명하는 것처럼 조정(예를 들면, 평탄화 및

정렬)될 수 있도록 전술한 임의의 기술 및 기구를 이용하여 부착될 수 있다. 예를 들면, 각 프로브 기판(108)들

은 프로브 카드 어셈블리(400)의 스프링 어셈블리(408), 프로브 카드 어셈블리(1500)의 레벨링 스크류 어셈블리

(1504), 또는 프로브 카드 어셈블리(2400)의 AP 어셈블리(2408)를 이용하여 탑재 어셈블리(104)에 부착될 수 있

다.

단계 3104에서 언급된 바와 같이, 각 프로브 기판(108)이 탑재 어셈블리(104)에 부착될 때, 프로브 기판(108)은<86>

서로 다른 프로브 기판(108)으로부터 멀어지게 바이어스될 수 있다. 예를 들면, 단계 3102에서 탑재 어셈블리

(104)에 부착된 제1  프로브 기판(108)은 어느 방향으로도 바이어스되지 않고,  단계 3104에서 탑재 어셈블리

(104)에 후속적으로 부착된 프로브 기판(108)들은 제1 프로브 기판(108)으로부터 멀어지게 바이어스되도록 할

수 있다. 대안적으로, 단계 3102 및 단계 3104에서 부착된 모든 프로브 기판(108)들이 서로로부터 멀어지게 바

이어스되도록 하여도 좋다. 또다른 예로서, 프로브 기판(108)들은 바이어스될 필요가 없다. 만일 하나 이상의

프로브 기판(108)이 바이어스되면, 프로브 카드 어셈블리(400)의 스프링 어셈블리(408), 프로브 카드 어셈블리

(1500)의 스프링 어셈블리(1508) 또는 프로브 카드 어셈블리(2300)의 스프링(2214)이 그렇게 하기 위해 사용될

수 있다.

단계 3106에서, 단계 3102 및 단계 3104에서 부착된 하나 이상의 프로브 기판(108)의 정렬 및/또는 평탄화가<87>

(각 프로브 기판(108) 상의 프로브 세트(112)로 구성된) 프로브 어레이를 정렬 및/또는 평탄화하도록 조정된다.

전술한 바와 같이, 도 2a 및 도 3의 제1 조정 기구(106) 및 제2 조정 기구(110)는 하나 이상의 프로브 기판

(108)을, 도 2a에 도시되고 위에서 설명한 바와 같이, "x"축, "y"축 및/또는 "z"축을 따라 이동시키고, 및/또는

"x"축, "y"축 및/또는 "z"축을 중심으로 프로브 기판(108)을 회전(Rx, Ry, Rz)시키기 위해 사용될 수 있다. 예를

들면, 프로브 카드 어셈블리(400)의 차동 스크류 어셈블리(404)와 캠 어셈블리(406)는 단계 3102 및 단계 3104

에서 탑재 어셈블리(104)에 부착된 하나 이상의 프로브 기판(108)에 도 14에 도시된 힘 및 이동을 부여하기 위

해 사용될 수 있다. 다른 예로서, 프로브 카드 어셈블리(1500)의 레벨링 스크류 어셈블리(1504)와 세트 스크류

(1506)가 하나 이상의 프로브 기판(108)에 도 20에 도시된 힘 및 이동을 부여하기 위해 사용될 수 있다. 레벨링

스크류 어셈블리(1504)는 또한 도 21에 도시된 바와 같이 하나 이상의 프로브 기판(108)의 형상을 변경하기 위

해 사용될 수 있다. 또다른 예로서, 프로브 카드 어셈블리(2400)의 정렬판(2402)과 AP 어셈블리(2408)가 하나

이상의 프로브 기판(108)에 도 20 및 도 30에 도시된 힘 및 이동을 부여하기 위해 사용될 수 있고, AP 어셈블리

(2408)는 또한 도 21에 도시된 바와 같이 하나 이상의 프로브 기판(108)의 형상을 변경하기 위해 사용될 수 있

다.

단계 3106에서 프로브 기판(108)에 부여된 이동은 인터포저(804)(도 18 참조)의 스프링 접점(808, 810)이 탑재<88>

어셈블리(104)의 접촉 단자(도시 생략됨) 및/또는 프로브 기판(108)을 횡단하여 청소(scrub)하게 할 수 있다.

잘 알려져 있는 바와 같이, 단자를 횡단하여 접점을 청소하면 접점과 단자 간의 전기 접속을 개선한다. 이것은
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청소 동작에 의해 단자상의 비전도성(전기적으로) 또는 높은 전기 저항성 오염물들을 파괴할 수 있기 때문이다.

단계 3108에서, (이제 단계 3106을 통해 다이 단자(22)와 정렬 및/또는 평탄화된) 프로브 기판의 위치는 제위치<89>

에서 잠금된다. 비록 도시하지는 않았지만, 제1 조정 기구(106)와 제2 조정 기구(110)는 프로브 기판(108)을 탑

재 어셈블리(104)와 관련하여 선택된 위치에 잠금하도록 구성될 수 있다.  예를 들면, 프로브 카드 어셈블리

(400)의 차동 스크류 어셈블리(404)는 스크류(1102)가 회전(1108)할 수 없도록 스크류(1108)를 잠그는 기구를

구비할 수 있다. 캠 어셈블리(406)의 스크류(1202)도 유사한 잠금 기구를 구비할 수 있다. 대안적으로, 차동 스

크류 어셈블리(404)와 캠 어셈블리(406)는 회전 도구(도시 생략됨)가 스크류(1102, 1202)에 적용되지 않는 한

스크류(1102, 1202)의 회전을 저지하도록 구성될 수 있다. 그 경우, 단계 3108은 단계 3106이 완료될 때 암암리

에 수행된다. 레벨링 스크류 어셈블리(1504)와 측방향 조정 어셈블리(2202)의 각각의 스크류(1802, 2204)와 AP

어셈블리(2408)의 차동 스크류(2708)은 잠금 기구(도시 생략됨)와 함께, 또는 회전 도구가 적용되지 않는 한 회

전을 저지하도록 유사하게 구성될 수 있다. 이것과 상관없이, 레벨링 스크류 어셈블리(1504)의 잠금 너트(180

4)는, 전술한 바와 같이, 레벨링 스크류 어셈블리(1504)가 통로(1702)에서 측방향으로 이동하는 것을 잠금 및

정지시킨다. 마찬가지로, 프로브 카드 어셈블리(2400)의 AP 어셈블리(2408)의 잠금 스크류(2702)는 AP 어셈블리

(2408)가 통로(2904, 2906)(도 29 참조)에서 측방향으로 이동하는 것을 정지시킨다. 만일 단계 3106에서 측방향

조정을 행하기 위해 상기의 어셈블리들이 사용되면, 잠금 너트(1804)와 잠금 스크류(2702)는 단계 3108에서 잠

금(lock down)된다.

전술한 바와 같이, 프로브 기판(108)은 탑재 어셈블리(104)와 관련하여 단계 3106에서 조정된다. 탑재 어셈블리<90>

(104)는  프로버(예를  들면,  도  1의  프로버(2))에  부착되고  테스트할  웨이퍼(12)가  프로버(2)에  배치되기

때문에, 프로버(2)에 대한 프로브 기판(108)(및 그에 따른 부착된 프로브(112))의 조정은 프로버(2) 및 웨이퍼

(12)의 다이 단자(22)에 대하여 프로브 기판(및 부착 프로브(112))을 조정한다. 프로브(112)가 테스트 대상 웨

이퍼(12)의 다이 단자(22)와 관련하여 평탄화 및/또는 정렬된 때, 스테이지(6)는 다이 단자(22)를 프로브(112)

와 접촉하도록 이동시키고 웨이퍼(12)의 다이가 테스트될 수 있다.

비록 이 명세서에서 본 발명의 특정 실시예 및 응용이 설명되었지만, 본 발명이 상기 예시적인 실시예 및 응용<91>

으로, 또는 예시적인 실시예 및 응용이 여기에서 설명된 바와 같이 동작하는 방식으로 제한되는 의도는 없다.

예를 들면, 캠 어셈블리(406)의 스크류(1202)는 캠 어셈블리(406)가 도 12a에 도시된 바와 같이 바닥으로부터가

아니라 프로브 카드 어셈블리(400)의 상부로부터 조정될 수 있도록 탑재 어셈블리(104)의 상부를 관통하여 연장

되어도 좋다. 또다른 예로서, 제1 조정 기구(106)와 제2 조정 기구(110)(도 2a 및 도 3 참조)의 각종 예들이 혼

합 및 매칭될 수 있다. 일 예로서, 프로브 카드 어셈블리(400)의 캠 어셈블리(406)는 프로브 카드 어셈블리

(1500)의 세트 스크류(1506)와 브라켓(1510)으로 교체될 수 있다. 유사하게, 캠 어셈블리(406)는 프로브 카드

어셈블리(1500)의 세트 스크류(1506)와 브라켓(1510)을 교체할 수 있다. 또다른 예로서, 프로브 카드 어셈블리

(1500)의 일부 레벨링 스크류 어셈블리(1504)는 프로브 카드 어셈블리(400)의 차동 스크류 어셈블리(404)로 교

체될 수 있다. 따라서, 도 20에 도시된 힘(2006)은 단지 미는 힘일 수 있다. 여기에서 설명한 실시예의 다른 수

정 예로서, 프로브 카드 어셈블리(1500)의 가요성 배선(1704)이 프로브 카드 어셈블리(400)에서 인터포저(804)

대신에 사용될 수 있다. 유사하게, 프로브 카드 어셈블리(400)의 인터포저(804)가 프로브 카드 어셈블리(1500)

에서 배선(1704) 대신에 사용될 수 있다. 또다른 예로서, 제1 조정 기구(106)와 제2 조정 기구(110)는 컴퓨터

또는 다른 자동 제어 시스템에서 발생된 제어 신호에 응답하여 자동 작동 장치에 의해 구동될 수 있다. 여기에

서 설명한 예시적인 실시예의 다른 변형예로서, 비록 상기 실시예들은 프로브 카드 어셈블리에 관한 것이지만,

여기에서 설명한 정렬 및 평탄화 기술은 평탄화 및/또는 정렬이 필요한 하는 하나 이상의 기판을 포함하는 임의

의 장치에서 사용하도록 일반적으로 적용가능하다.

도면의 간단한 설명

도 1은 반도체 웨이퍼의 다이들을 테스트하기 위한 예시적인 프로빙 시스템을 나타낸 도이다.<7>

도 2a는 예시적인 프로브 카드 어셈블리의 측면도이다.<8>

도 2b는 도 2a의 프로브 카드 어셈블리의 단순화한 개략적인 전기 배선도이다.<9>

도 2C는 도 2a의 프로브 카드 어셈블리의 탑재 어셈블리의 예시적인 구현예를 단순화시켜 보여주는 블록도이다.<10>

도 3은 도 2a의 프로브 카드 어셈블리의 저면도이다.<11>

도 4는 다른 예시적인 프로브 카드 어셈블리의 측면도이다.<12>
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도 5는 도 4의 프로브 카드 어셈블리의 평면도이다.<13>

도 6은 도 4의 프로브 카드 어셈블리의 저면도이다.<14>

도 7은 도 4의 프로브 카드 어셈블리의 횡단면 측면도이다.<15>

도 8은 도 4의 프로브 카드 어셈블리의 다른 횡단면 측면도이다.<16>

도 9는 프로브 기판과 프레임의 측면 투시도이다.<17>

도 10a 및 도 10b는 스프링 어셈블리를 보여주는 도 4의 프로브 카드 어셈블리의 부분 측면도이다.<18>

도 11a 및 도 11b는 차동 스크류 어셈블리를 보여주는 도 4의 프로브 카드 어셈블리의 부분 횡단면 측면도이다.<19>

도 12a 및 도 12b는 캠 어셈블리를 보여주는 도 4의 프로브 카드 어셈블리의 부분 측면도이다.<20>

도 13a 및 도 13b는 캠 어셈블리를 보여주는 도 4의 프로브 카드 어셈블리의 부분 저면도이다.<21>

도 14는 도 4의 프로브 카드 어셈블리의 프로브 기판에 적용될 수 있는 힘을 보여주는 도이다.<22>

도 15는 다른 예시적인 프로브 카드 어셈블리의 저면도이다.<23>

도 16은 도 15의 프로브 카드 어셈블리의 평면도이다.<24>

도 17은 도 15의 프로브 카드 어셈블리의 횡단면 측면도이다.<25>

도 18a 내지 도 18d는 레벨링 스크류 어셈블리와 세트 스크류를 보여주는 도 15의 프로브 카드 어셈블리의 부분<26>

횡단면 측면도이다.

도 19는 나삿니가 형성된 스터드가 부착되고 스터드 내로 나사 결합되는 스크류의 부분적인 모습을 보여주는 도<27>

15의 프로브 카드 어셈블리의 프로브 기판을 보여주는 도이다.

도 20은 도 15의 프로브 카드 어셈블리의 프로브 기판에 적용될 수 있는 힘을 보여주는 도이다.<28>

도 21은 도 15의 프로브 카드 어셈블리의 프로브 기판의 형상을 변경하는 예시적인 미는 힘 및 당기는 힘을 보<29>

여주는 도이다.

도 22a 및 도 22b는 도 15의 프로브 카드 어셈블리에서 사용될 수 있는 예시적인 측방향 조정 기구를 보인 도이<30>

다.

도 23은 또다른 예시적인 프로브 카드 어셈블리의 저면도이다.<31>

도 24는 또다른 예시적인 프로브 카드 어셈블리의 측면도이다.<32>

도 25는 도 24의 프로브 카드 어셈블리의 평면도이다.<33>

도 26은 도 24의 프로브 카드 어셈블리의 저면도이다.<34>

도 27은 도 25에서 하나의 정렬판을 보여주는 부분도이다.<35>

도 28 및 도 29는 도 27의 횡단면 측면도이다.<36>

도 30은 도 24의 프로브 카드 어셈블리의 프로브 기판에 적용될 수 있는 힘을 보여주는 도이다.<37>

도 31은 다중 프로브 기판으로 프로브 카드 어셈블리를 제조하는 예시적인 과정을 보인 도이다.<38>

- 16 -

공개특허 10-2008-0032110



도면

    도면1

    도면2a

    도면2b

    도면2c

- 17 -

공개특허 10-2008-0032110



    도면3

    도면4

- 18 -

공개특허 10-2008-0032110



    도면5

    도면6

- 19 -

공개특허 10-2008-0032110



    도면7

- 20 -

공개특허 10-2008-0032110



    도면8

    도면9

- 21 -

공개특허 10-2008-0032110



    도면10a

    도면10b

    도면11a

- 22 -

공개특허 10-2008-0032110



    도면11b

    도면12a

    도면12b

- 23 -

공개특허 10-2008-0032110



    도면13a

    도면13b

    도면14

- 24 -

공개특허 10-2008-0032110



    도면15

    도면16

- 25 -

공개특허 10-2008-0032110



    도면17

    도면18a

- 26 -

공개특허 10-2008-0032110



    도면18b

    도면18c

    도면18d

- 27 -

공개특허 10-2008-0032110



    도면19

    도면20

    도면21

    도면22a

- 28 -

공개특허 10-2008-0032110



    도면22b

    도면23

- 29 -

공개특허 10-2008-0032110



    도면24

    도면25

- 30 -

공개특허 10-2008-0032110



    도면26

    도면27

- 31 -

공개특허 10-2008-0032110



    도면28

- 32 -

공개특허 10-2008-0032110



    도면29

    도면30

- 33 -

공개특허 10-2008-0032110



    도면31

- 34 -

공개특허 10-2008-0032110


	문서
	서지사항
	요 약
	대표도
	특허청구의 범위
	명 세 서
	기 술 분 야
	배 경 기 술
	발명의 상세한 설명
	실 시 예
	도면의 간단한 설명

	도면
	도면1
	도면2a
	도면2b
	도면2c
	도면3
	도면4
	도면5
	도면6
	도면7
	도면8
	도면9
	도면10a
	도면10b
	도면11a
	도면11b
	도면12a
	도면12b
	도면13a
	도면13b
	도면14
	도면15
	도면16
	도면17
	도면18a
	도면18b
	도면18c
	도면18d
	도면19
	도면20
	도면21
	도면22a
	도면22b
	도면23
	도면24
	도면25
	도면26
	도면27
	도면28
	도면29
	도면30
	도면31




문서
서지사항 1
요 약 1
대표도 1
특허청구의 범위 3
명 세 서 6
 기 술 분 야 6
 배 경 기 술 6
 발명의 상세한 설명 6
 실 시 예 7
 도면의 간단한 설명 15
도면 17
 도면1 17
 도면2a 17
 도면2b 17
 도면2c 17
 도면3 18
 도면4 18
 도면5 19
 도면6 19
 도면7 20
 도면8 21
 도면9 21
 도면10a 22
 도면10b 22
 도면11a 22
 도면11b 23
 도면12a 23
 도면12b 23
 도면13a 24
 도면13b 24
 도면14 24
 도면15 25
 도면16 25
 도면17 26
 도면18a 26
 도면18b 27
 도면18c 27
 도면18d 27
 도면19 28
 도면20 28
 도면21 28
 도면22a 28
 도면22b 29
 도면23 29
 도면24 30
 도면25 30
 도면26 31
 도면27 31
 도면28 32
 도면29 33
 도면30 33
 도면31 34
